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Lot- und Entl6tstationen ﬁ.'lr hochste Ansprﬁche

e

Die i-CON Vario 4 Mehrkanal Lot-
und Entlétstation wird hochsten
Anspriichen an professionelles L6-
ten und Entléten gerecht. Das
brandneue Flaggschiff der Ersa
i-CON-Familie stellt dem Anwender
vier Lotwerkzeuge fUr anspruchs-
volle Lotaufgaben zur, Verfligung:
Flexibles Loten und Entloten bei
kontaktloser  Energielibertragung
mit dem neuen, ergonomischen
HeiBluftkolben i-Tool AIR S (200W),
effizientes  Einloten mit  dem
150W-starken i-Tool, prézises Ent-

,i-Op Bedienung” und Ubersicht-
lichen Displays gebiindelt. Die Stati-
on bietet dartber hinaus Schnitt-
stellen fir Ersa Lotrauchabsaugun-
gen oder Infrarot-Vorheizungen so-
wie einen USB-Anschluss. Uber eine
microSD  Speicherkarte kann die
Station schnell und sicher konfigu-
riert werden und ist damit fur alle
Einsatzbereiche in der professionel-
len Elektronikfertigung bestens ge-
ristet. Die Station eignet sich auch
fur den Einsatz in ESD-Schutz-
zonen. Die i-CON Vario 2 stellt dem

Ersa i-CON Vario 4 stellt dem Anwender vier Létwerkzeuge fiir anspruchsvolle

Létaufgaben zur Verfiigung

|6ten feinster SMD Elemente mit
der neuen Entlétpinzette Chip Tool
Vario (80W), und Entléten bedrah-
teter Bauelemente mit dem be-
wahrten X-Tool (120W). Alternativ
ist der Anschluss weiterer Lotwerk-
zeuge des Unternehmens moglich.
Séamtliche Funktionen, inklusive

Luft- und Vakuumerzeugung, sind
in einer zentralen Versorgungsein-
heit mit der gewohnt einfachen
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Anwender zwei gleichzeitig nutz-
bare Lotwerkzeuge zur Verfugung.
Parallel zu dem neuen HeiBluftklo-
ben i-Tool AIR S kann mit dem i-Tool
ein weiteres Lotwerkzeug zum klas-
sischen Einloten oder die neue Ent-
|6tpinzette Chip Tool Vario betrie-
ben werden. Alternativ nutzbar sind
weitere Ersa Lotwerkzeuge. Die
kompakte, ESD sichere Versor-
gungseinheit bietet einfache und

Sicheres Entléten
feinster SMD Elemen-
te mit der Entlotpin-
il zette Chip Tool Vario

tbersichtliche Bedienbarkeit.
Schnittstellen zu  Lotrauchabsau-
gungen und Vorheizplatten sind
ebenfalls vorhanden. Auch die
i-CON Vario 2 lasst sich einfach und
sicher Gber microSD Speicherkarte
konfigurieren.

Ergonomisch handlich, stark in der
Leistung! So kann der i-tool AIR S
treffend beschrieben werden. Das
schlanke und leichte Handstlck
trégt eine 200W leistende Heizkar-
tusche und erlaubt so ermidungs-
armes Arbeiten an vielfaltigen
SMD Komponenten. Die HeiBluft-
menge kann einfach direkt am
Handstlick eingestellt werden; die
jeweilige Luftmenge von 2 bis
20l/min ist gut sichtbar am Display
einer i-CON Vario 2 oder 4 ables-
bar. Auch zum Einloten kleinster
Chip Widerstande ist die Luftmen-
ge exakt dosierbar. Fur die optima-
le Erwarmung der Bauteile kénnen
verschiedene Dusen eingesetzt

werden. Ein Bewegungssensor ak-
tiviert den i-Tool AIR S bei Bewe-
gung aus der Ablage, mit einem IR-
Sensor im Handsttick kann er tas-
terlos ein- und ausgeschaltet wer-
den. Die Entlotpinzette Chip Tool
VarioO zeichnet sich durch starke
Leistung (2 x 40W) sowie einen
sehr kompakten Aufbau aus. Sie ist
damit bestens geeignet, feinste
Lotarbeiten an sehr kleinen SMD-
Bauteilen vorzunehmen. Die steck-
baren Heizelement-Paare kénnen
am Griffstiick exakt zueinander
ausgerichtet werden und sind je-
derzeit schnell zu wechseln. Ein
Umschaltelement erlaubt  den
Wechsel vom selbstschlieBenden
zum selbstéffnenden Betrieb die-
ses Prazisionswerkzeugs. Der Chip
Tool Vario verfiigt wie der i-Tool
und der i-Tool AR Uber einen Be-
wegungssensor zur Aktivierung
aus dem Standby-Betrieb.

www.ersa.de

Innovative Losungen fiir Leistungs-

Schweizer Electronic bietet ein um-
fangreiches Spektrum an Leiter-
platten-Lésungen an, mit der die
Herausforderungen der Leistungs-
elektronik nach immer mehr Strom
und entsprechender Warmeabfih-
rung realisierbar werden. DarUber
hinaus bieten diese Losungen viel-
fach auch die Maéglichkeit, bisher
verwendete Materialien wie Kera-
mik und Stanzgitter kostengins-
tiger zu ersetzen. Die Highlights
waren Bestandteile aus dem Inno-
vationsbaukasten des Unterneh-
mens. Im Bereich der Leistungs-
elektronik wurde das Inlay Board
vorgestellt, welches bis zu 1.200
Ampere fuhrt. Ein Smart p2 Pack
fur einen 40KW Elektromotor mit
in die Leiterplatte integrierten
IGBTs und Dioden veranschaulich-
te die Leistungsfahigkeit im Be-
reich (Power) Embedding. Stellver-
tretend fur Systemkosten-Reduk-
tion wurde eine FR4 Flex 3D Leiter-
platte fur ein TelemetrieModul vor-
gestellt. Dieses Modul ist in einer
Fahrzeugfelge eingebaut und be-
findet sich bereits im Einsatz in
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einem Elektro-Formelfahrzeug des
KA-Racelng-Teams, mit dem das
Unternehmen eng kooperiert.
Seine Kompetenz im Bereich von
Premium-Leiterplatten  demons-
trierte das Unternehmen auch auf
der SMT Hybrid Packaging in Nurn-
berg. Als Kooperationspartner des
Gemeinschaftsstands des Fraun-
hofer IZM stellte man Leiterplatten
fur die Fertigungslinie ,Future
Packaging” zur Verfigung.

www.mehralsLeiterplatten.de




